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9. Hinweise fur Layout

Vor dem Generieren eines Layouts sind in einem leeren Layoutfenster die Praferenzen einzustellen:
Mit Options --> Preferences das Préferenzfenster 6ffnen.

Typische Einstellungen:

Tab ltem Wert
Grid/Snap Snap Grid Distance 0.1
Snap Grid Per Minor Display Grid | 10
Snap Grid Per Major Display Grid | 5

Component Text Size 0.5

Text Size 3

Layout Units Layout Units mm
Resolution 0.0001

Elemente aus der ,RF Transistor Library”, ,RF Passiv SMT Library“, ,HF Diode Library" und zusatzlich ge-
ladenen Vendor Libraries (z.B. Murara, Coilcraft, etc.) enthalten auch die Layoutdaten.

Schemaelemente aus den Komponentenpaletten ,Lumped-With Artwork® und alle planaren Leitungen
(Microstrip, Stripline, etc.) enthalten ebenfalls Layoutdaten.

Allen anderen Elementen kann explizit ein Layout zugeordnet werden.

9.1. Komponenten aus der ,Component Library*
Werden im Schema Komponenten aus

RF Passiv SMT Library
zusatzlich geladenen Vendor Libraries (z.B. Murara, Coilcraft, etc.)

verwendet, enthalten sie auch die zugehdérigen Layoutdaten und erzeugen im Layout die Solderpads und
weitere Layoutelemente wie Lotstopmaske, Beschriftung, Gehause, etc.

Damit die Solderpads im Layout richtig generiert werden, muss auf dem Schema fur jedes Gehause ein
~SMT_Pad"” eingefligt werden.
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e A

@Wlth Artwork ) J \du mot_mmbw109| 1993J O |2 &
SMTFad| l— "
o | Sk ~A SMT_Pad SMT Pad SMT- Pad
SPAL G CONN o o R a a . . .

.SMT F'al:i SMT _Pad. SMT _Pad.
Sk | - —
BDXDY Fa0 . 55015 1 . . EHI?DDSB . Eﬂ,‘?uuze . .

=1.1 mm =0.8 mm =06 mm

lﬁ; ﬁ: =07 mim =07 mm’ [ =0 45 mrh

- PadLayer="bond" - PadLayer="bond" PadLayer="bond"
@t | @ - SM0O=5.0 mil : SMO=5.0 mil - SMEO=5.0 mil - o
R0 || SR _SM_Layer="solder_mask" Sh Layer="solder_| mask"_ Sk Layer="solder_mask" .
Pl T _PO=0 mil PO=0mil PO=0mil
COMN OIC AP
ST SMT Pad,
Dilbmlc Fa0
o [ | SMT_Pai
SPAGC | CONN 1208
PADN | SPAG -L=0.8 mm .
el T

mi

L Bl - 5M_Layer="salder_| mask"
R R - PE=0 mil
SPAs COMN

[

F

PART_NUM=06033KEREDAW E &
SWT_F 3

[ Display parameter on schematic

Cormponent Options... |

A & Hal= 114 ase, U DIE
SC_El\f')C_ACCU'F_DEDSSK_D_1 9960524 Farameter Entry kode
Instance Name (name[<startstap>]) |String and Reference
ca SMT_Pad

Select Parameter |m303

9.

|SMT_Pad s (Lawout Option Only) ID of SMT_Pad data item

Reset

(0] | Apply | Cancel|

Help |

sC_avi ACCU-F-068033K_D_ 19360825

PART_MUM= UEDSSKERBDAW 6. BpF

63



Fur Komponenten aus

RF Transistor Library
HF Diode Library

sind die Solderpads bereits definiert. Sie benétigen keine Definition in einem zusétzlichen ,SMT_Pad".

Achtung: Uberprifen Sie die Anschlussreihenfolge bei Transistoren. Viele Transistoren werden mit ver-
schiedenen Anschlussreihenfolgen hergestellt.

Schema Layout

. sc_aw ACCU-F_06033K_D_19960828
)

" PART_MNUM=08033KEREDAW 6 8pF

. 5l.act_MICO805_h_19960828 |
L1
Pﬁ\RT NUM M|C0805 RU4?M 47 nH

T e
H—ANN— . :
g = f/jfj”//f
5r_ dal CRCW 1206 F 19950814 B f.:i :
R1 . B e
- PART_NUM=CRCW120610R0F-10-Chm - L .

pb_sms_BFP420_19960901
Q1

©di_sms_bb833_ 19930908 -
B3 -

Layerzuweisungen:

Layer Bedeutung
Alle
bond Solderpads
Hllllﬂlllll HIIIIHMIHIIII[
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leads Elementanschlisse

S :ﬁwfw
packages Gehause S ?ﬁ?’;ﬁ?};

ports Anschlusspunkte
silk_screen Element-Nr.
silk_screen2 Elementbezeichnung
solder_mask Lotstopmaske

text

Anschlussbezeichnungen,
(E,B,C, etc.)
sofern vorhanden

9.2. Schemaelemente aus der Komponentenpalette ,Lumped-With
Artwork*

Diese Elemente enthalten nur die Lotpads (auf Layer cond) mit Anschluss auf der Aussenseite.
Die Parameter W, L und S miissen direkt im Element eingegeben werden.



'Lumped-With Artwork v ||Le_Pad1

S| 5
FADT

| =

SPAGC | GGONM

= . . . ) i . . .
D | PaDi _ e } | @ .
-

SPAG : — . : :
oo o CQ_Pad!

th SPAG : : ‘ C12 )

i ] S =

churm DIGAP ' ' i c ' 10 pF
STl | a=s00
Dilbmiz | FADT F=100.0 MHz
| " Mode=proportional to freq
Pabl | SPAG

e .. . 8=0.7mm

GONN RP.-\.D1 . } ) L1=22 mm .

LAt L

R R
SPAG GOMN

Wl e
s s
' L
I
Gehéause W (mm) L(mm) | S(mm)
0402 0.6 1.4 0.4
0603 0.8 2.2 0.7
0805 1.1 2.6 0.7
1206 1.4 4.3 0.9

9.3. Artworkzuweisung an beliebige Elemente

Right click on Element

fp—T1 2 [—di Component Edit Comporent Parameters. ..
| w0 D Push Into Hierarchy Edit Component Artworl,..
. L . . : Move Comporent Text FS Break Connections
- 82P - - Cut Cirl+x Deactivate/Activate
.SNP1 . . Copy Cirl+C Deactivate and Short/Activate
) Paste Chrl+y ,
_ File= Group Edit Parameter Value. ..

Deselect All



x|

1

Component Artwork

Fixed wahlen

Artwork auswéahlen

Instance MName

|SNP

Artwark Type

|Fixed

Artwork Name
|30T323

Browse...

Help |

Cancel ‘

Apply \

oK

/////
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9.4. Erstellung des Gerber-Files fur die Printherstellung in unserem

Labor

Das Layout ist mit dem Umriss der Printgrenzen und geeigneten Beschriftungen zu versehen. Ausser-
halb der Printgrenzen kdnnen Printvermassungen, Substratinformationen und weitere Informationen

eingefugt werden.

Keine Umlaute verwenden, die 0 (Null) wird als durchgestrichene Null gedruckt, eventuell den Gross-

buchstaben O firr die Null verwenden.

Das Layout mit Beschriftung, Vermassung und PCB-Umriss erganzen und Gerberfiles flr Print-

herstellung erstellen.

a) Zwei neue Layer (,mechanical” und ,label”) erstellen.

b) PCB-Umriss mit Polylinie auf Layer ,mechanical:drawing” zeichnen.

c¢) Kommentar und Vermassung ausserhalb PCB, mit Insert>Text oder A auf Layer ,text:drawing”,

Texthéhe min. 1.5 mm.

d) PCB-Beschriftung auf Layer ,label.drawing“: Component-Palette: Block Text Fonts > sans, Text-

hoéhe min. 2.5 mm.

e) Hintergrund fur PCB-Beschriftung, Rectangle auf Layer ,label.drawing” zeichnen.

f) Erstellung des Gerber Files flr die Printherstellung.

a) Zwei neue Layer erstellen mit den Bezeichnungen:
Printumriss

,mechanical®:
Jabel*:

Printbeschriftung

In Layout-View: Options > Technology > Layer Definitions, dann ,Add Layer / Display Property*

m Add Layer / Display Properties

==

layer.

@ Add new layer Use existing layer

Layer Number: »

Layer Name: mechanicall

Layer Process Role: | Conductor

Layer Binding:
[ Existing Layer Name
default

cond

cond2

resi

diel

hole

bond

symbol

text

Purpose Name: :drawmg (-1)

M o L s W R e O

Process Role
Not defined
Conductor
Conductor
Semiconductor
Dielectric
Conducter Via
Conductor
Mot defined
Not defined

Binding

cond

cond2

cond cond2

Adds a new Display Property with a new or existing layer. Enter the new layer information or select an existing

Cancel

Die zwei neuen Layer mit den Na-
men

»,mechanical“ und

Jlabel”

erstellen.

Wichtig:
Diese Reihenfolge einhalten.

Alle Defaultvorgaben kénnen lber-
nommen werden. Die Layer erhalten
automatisch die Nummern 39 bis 40.
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Im Layer Definition-Fenster ,Color®, ,Pattern”, ,Shape Display” und “Line Style” einstellen. Fir den

Layer “label” bei ,Trans* den Wert 128 einstellen

Ve gy o i b

Layer Display Properties | Layers | Purposes | Display Order

Show Other Technology Tabs|

This dialog allows the definition of Layers and Display Properties which will be saved in this ibrary.
If you want to customize Display Properties which will be saved in your workspace, see the Options > Layer Preferences menu.

Number

Layer Purpose Number Library Pattern  Sel Vis  Shape Display &
pevial EY drawing 1 ads_standard_layers Both -
silk_screen? 31 drawing 1 ads_standard_layers Filled -
solder_mask 2 drawing 1 ads_standard_layers Both -
IC_pin_number 33 drawing 1 ads_standard_layers Both -
iC_pini_marker 3 drawing 1 ads_standard_iayers Both -
hpeesof_region 35 drawing 1 ads_standard_iayers Both >.
momentum_err £ drawing K ads_standard_layers Both ~ | Solid -
momentum_box 37 drawing 1 ads_standard_layers Outlined ~ [ShortDash -

cef offcet 38 deawing a1 ads standard lavers Jtlined < Isaid
mechanical drawing 1 3_MS_LPlib v [Filed < soid -]
m.u».n- g -:-l—lﬁ“m SCT—
TG Tty
ads JJ 26 ads_drawing2 2 ads_schematic_layers — & L'J Both d -
ads_y9 216 ads_drawing3 %3 ads_schematic_layers ) = ol Both v | Solid -
2ds )9 26 ads_drawingd 44 ads_schematic_layers ] Both ~ | Solia -
[Add Layer / isplay Property [Remove Display Propertes|
ok [ concel J[ mopy ][ Heb |
-
Select Pattern 3] =
|
mechanical ——m |
mechanical |
label
label I

Custom colors

I o
I o o

Add to Custom Colors

=2

[ Set Tranparency

Transparent

label

=]

(Cox ][ cona ]

Die Reihenfolge der Layer tUberprifen. Mit dieser Reihenfolge wird sichergestellt, dass die Beschrif-
tung und die PCB-Umrisse nicht vom Beschriftungshintergrund verdeckt werden.

View Technology for thisUbrary: 3MS B0 =]

| Layer Display Properties | Layers | Purposes|| Display Order

Default entry layer:purpose
cond:drawing b

show Other Technology Tabs

Layer/Purpose Drawing Order

Drag/drop item to rearrange the order.
This list includes attached or referenced lbraries

labek:drawing -

mechanicakdrawing

Reihenfolge muss so sein
ault:drawing
cond:drawing

n

cond2:drawing
resi:drawing
© Display layers in this order
Display layers in reverse order

diel:drawing
diel2:drawing
hole:drawing
bond:drawing
symbokdrawing
text:drawing
leads:drawing

packages:drawing

portsidrawing
bound:drawing |

sill_screen:drawing -

o) o) ) ) |
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b)

d)

PCB-Umriss mit Polylinie auf Layer ,mechanical:drawing“ zeichnen.
Entlang dieser Polylinie wird der Print ausgefrast.

Kommentare und Vermassungen ausserhalb PCB, mit Insert>Text oder A auf Layer
Jtext.drawing”, Texthéhe min. 1.5 mm.

Hier kbnnen Printvermassungen, Substratinformationen und weitere Informationen eingefligt wer-
den. Diese Angaben dienen fur die Printherstellung, Bestiickung, Betrieb oder Test.

PCB-Beschriftung auf Layer ,label.drawing“: Verwenden Sie dazu den Schrifttyp ,sans" aus der
Palette ,Block Text Fonts“. Component-Palette: Block Text Fonts > sans,

Texthéhe min. 2.5 mm

Keine Umlaute verwenden, die O (Null) wird als durchgestrichene Null gedruckt, eventuell an Stel-
le den Grossbuchstaben O fir die Null verwenden.

Standardmassig werden die Prints im Labor mit ,inverser” Beschriftung gefertigt, das heisst der
Beschriftungshintergrund gemass €) verbleibt als Kupferflache und die Schrift wird aus dieser Fla-
che ausgefrast.

File Edit Select View Insert Options Toc

IDEHS& & FHX PCB-Beschriftung:
Hlodk Text Fonts — Block Text Fonts > sans,
emsetn Bk Texthéhe min. 2.5 mm

Palette

A

dinf? || iso3098
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e) Hintergrund fur PCB-Beschriftung: Rectangle auf Layer ,label.drawing” zeichnen.

Kommentar und Vermassungen

11.2011 DGF1 RO4350B 60 mil

PCB-Umriss PCB-Beschriftung Hintergrund fiir PCB-Beschriftung
Polylinie auf Layer ,mechanical” sans“-Fonts auf Layer ,label* Rectangle auf Layer ,label*
Texthéhe min. 2.5 mm

Die Hintergrund-Flache bleibt als Kupfer bestehen,
die gelbe Schrift wird ausgefrast.

f)  Erstellung des Gerber Files fur die Printherstellung
Im Layout ,File > Export* wahlen.

Step5 [3_ME_LP_lib:Step5:layout] * (Layout):5

Edit Select View Insert Options Tool
[N New.. CtisN | M
= Open... Ctrl+0 -

Revert to Saved...

ﬂ Save Ctrl+S i

h‘l Save As...

h-‘l Save a Copy As...

Gff Save Al

=8 Print... Ctrl+P

f=y Print Area...

= Import..
+
+
.

- . +

EA  Export.. %
Generate Artwork...

File type

M [ .
\\GHEEL‘?“L/ v] More Options...
Destination directory
g\3_M5_LP_wrk\mfg\3_MS_LP_lib_StepS\gerber lﬁr— OWSE...
V| View file after export

OK | ‘Ca.ncel | | Help
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Options Layers Drill

File format Hole format MNumber format

@ Holes as cutlines

@ R5274X Integer digits 2

Ak

() Heles as polyagons

~1 MDA _ Fractional digits 4
() Preserve holes

Ak

Output unit Zero sUppression  Seale  1,0000 = '

-

) inch @ Leading Line width for polylines (mm) 0.025000

Al

@ N
= mm - Hene Enter zero to prevent export of palylines,

[T] Preserve arcs at corners in traces and paths

[ 0K ][ Cancel H Help

Layers Corill

ADS Layer Polarity Export I

1 label

2 mechanical

3 cond

4 text

Select All ] ’ Deselect All ]

[ 0K ][ Cancel H Help ]
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Options Layers Crill
ADS Layer Export e iR e Tool Count
(mm} (mm]
1 cond 0.8 0.8 6
Select Al | Deselect Al ]
[ ok || cancel || tHep |

Das Dirill-File wird nur erzeugt, wenn Durchplatierungen (Vias) auf dem Print vorhanden sind.

" - .
E Pre-production Editer . . l I ) 3 @M

File Edit View Window Help

CEE X0 BN +BaTR
Layer Table 5 X ngrbE[ EI

Select Al ] [ Deselectal | =
RO4350 &0 mi | Rueckselite voll Cu

85.0 mm

Num Mame Color
0 cond .
1 label [
2 MEC... .
3

text

=

v

i

EEEESg

40.0 mm
m

Do not place text on cond or cond2 layer
for momentum simulation

] | [ 1 | ¢

Layer Table Undo/Redo Stack

Status

Die Gerber-Files werden nach xxxx_wrk\mfg\... exportiert. Fur jeden Layer wird ein File ,layer.gbr* erzeugt.

Der Gerberviewer von ADS kann zum Betrachten von Gerberfiles auch eigenstéandig ohne ADS verwendet
werden. Dabei ist im Installationsverzeichnis von ADS in \bin\viewer.exe zu starten. Die ADS-Lizenz wird

nicht bendtigt.
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10. Workspace archivieren und unarchivieren

Um ein Workspace von einem Computer zu einem anderen Computer zu transferieren oder als Anhang
mit einem Mail zu versenden, kann ein komprimiertes Archiv erstellt werden. Archive in ADS haben die
File-Erweiterung , 7zap”.

Archivieren und unarchivieren:
Im Hauptfenster (Main) den entsprechenden Befehl wahlen und dem Dialog folgen.

Advanced Design System 2012.08 (Main)

1u’iew Options  Tools  Window

New 4 ]
Open »
Close Workspace

Convert Project... pork

el
+

8 Wsf

Delete Workspace...

Save All
Close All

Manage Libraries...
Copy Library...

Rename Library...

W Archive Workspace... &?
;f Unarchive...
Import 3
Recent Workspaces 4
Wichtig:

Beim Archivieren darf das zu archivierende Workspace nicht getdffnet sein, sonst werden eventuell
nicht alle im Worspacedirectory ,data“ enthaltenen Datenfiles ins Archiv aufgenommen.

Verloren gehen Datenfiles von EM-Simulationen und Datenfiles von Messungen mit dem Netzwerkanaly-
zer. Wenn aber das zu archivierende Workspace in ADS nicht gedéffnet ist, werden scheinbar alle Files ar-
chiviert.

Dieses Verhalten ist in ADS nicht dokumentiert. In gewissen Fallen kann es sinnvoll sein, sehr grosse Da-
tenfiles nicht ins Archiv zu Ubernehmen. In diesem Fall ist es empfehlenswert, das Workspace zu kopieren,
die unerwiinschten Files zu entfernen und anschliessend ein Archiv zu erstellen.
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11. EM-Simulation von planaren Strukturen (z.B. Filter)

Vorgehen:

e Layout generieren
=

e Im Layout Substrat definieren

e EM-Simulation Setup: E’
e Simulatorwahl
e Substratauswabhl
e Frequenzplan definieren
e Datasetname angeben

e Mesh-Eigenschaften einstellen

e Start der Simulation: EM
Die einzelnen Schritte sind im Folgenden detailliert beschrieben.

Layout generieren:
Aus dem Schema wird das Layout mit Layout --> Generate/Update Layout erzeugt.

Wichtig: Im Schema missen Ports am Ein- und Ausgang vorhanden sein, damit diese im Layout auto-
matisch eingefiigt werden. Die Ports kénnen zwar auch im Layout nachtraglich eingefiigt wer-

den, nur sind dann einige wichtige Aspekte zu beriicksichtigen (siehe Help).

Port im Schema

Port im Layout

11.2011

LP Cheb O0.05dB 1000MHz

r cond2 layer
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Substrat definieren:
| |

Im Layout Substrateditor starten:

Mo substrate found.
The substrate editor will be opened...

Library: | 3_MS_LP_lib

File Mame: RO4350]

Template: [Zﬁmil.l!dumina

o J|

(= R04250 3_MS_LPiib] (Substrate}16 —_— L THhYedaNs (=] e

File Technology View Window Help

NEH+P® B

Substrate Mame: RO4350 Use right mouse context menus to add or delete substrate items.
» | Select items on the substrate and view their properties below.
Entire Substrate
Bounding area layer: | <none> v] [I]
i
AR
0.635 o/oad/ < Mumina
| — 25 mil
e L L/
millim eter i
Select a substrate item to see
more information about that item.
[l 3

In diesem Fenster kdnnen bei komplizierten Substraten die Werte aus der ,MSub“-Anweisung im Schema
geladen werden (File>Import>Substrate from Schematic). In vorliegendem Beispiel wird das Substrat ma-
nuell definiert. Detailinformationen zu den einzelnen Parameter und Verfahren sind im Help zu finden.
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Mit Maus Groundplane selektieren. Parameter unverandert ibernehmen.

Use right mouse context menus to add or delete substrate items.

~ | Select items on the substrate and view their properties below.

Interface

@ Cover

() Strip plane

() Slot plane

"] 377 Ohm Termination

Material [PERFECT_CONDUCTOR x )l

Thidness 0

Bounding area layer: | <inherit from substrate> v | (o)

Interface
Is a cover
Thickness: 0 micron
Material: PERFECT_CONDUCTOR

Dielektrikum anwahlen. Dicke angeben. Material editieren.

Use right mouse context menus to add or delete substrate items.

« | Select items on the substrate and view their properties below.

Substrate Layer
Material | Alumina vQ@
W) ( [mi ) v

Bounding area layer: | <inherit from substrate > vl@
AIR,
k,,/""lu Aumina
1 60 mil
N
B8 Material Definitions S
View Technology for this Library: Li b -] b
Dielectrics | Semiconductors | _Surface Roughness |
Material Permittivity (Er) Permeability (MUr) Djordjevic

Library

Lineresonator_lib

TanD Freq Low Freq

Svensson/Djordjevic 25GHz 1KHz

High Freq
1TH:

[oc J[ cance J[ aoov |[ neo |
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Neu definiertes Material anwahlen:
Use right mouse context menus to add or delete substrate items.

» | Select items on the substrate and view their properties below.

Substrate Layer
Material ({RO4350) (vl
Thickness &0 [C]

Bounding area layer: [-:Hm‘itﬁ'mn.bstrahe;- v] E]

Interface anwahlen. Parameter unverandert tibernehmen:
IJse right mouse context menus to add or delete substrate items.

+ | Select items on the substrate and view their properties below.

Interface
i) Cower
@ Strip plane

) Slot plane

Bounding area layer: | <inherit from substrate = - ] E]
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Layer ,cond“ (Leiter) anwahlen. Material definieren, Operation, Position und Dicke einstellen, Rauhigkeit
definieren:
Use right mouse context menus to add or delete substrate items.

~ | Select items on the substrate and view their properties below,

Conductor Layer

Laver  [cond (1)

["] Only pins and pin shapes from layer
o
) Sheet

trude into substrate
) Expand the substrate

3|

22)

Operation

Conductor layer:
Layer: cond (1)
Thickness: 35 micron

Material: Cu roughness
Conductance real: 5.8e7 Siemens/m model Bottom [M} - ]E]
Za
— . = %‘&
m— ]

To move the conductar up or down on the substrate, just drag it up
or down.

View Technology for this Library: [3_MS_LP_ib = ]

Conductors | Dielectrics | Semi | sufa

Material Loss Parameters

Material Name

: W

{Add Conductoq| |Add From Database...) [Remove Conductor|

Library Parameter Type Real Imaginary

[Coc ) [ concal J[ sty ][ reo ]
"B Material Definitions = |
View Technology for this Library: [3_MS_LP_ib B b
| conductors | Dielectrics | surfa h
[ Roughness Name | Library Reugh Bbase Dpeaks L2Rough L2Bbase L2Dpeaks L3Rough L3Bbase  Dpe:
|Roughness 1 3_MS_LP_lib
r | & ghness Model
||
ok J[ concal J[ sy [ reo |

Damit ist die Substratdefinition abgeschlossen.

Hinweis: Im Substrateditor kann auch mit File>Import>Substrate from Schematic die Substratdefiniti-

on aus der Substratanweisung im Schema Gbernommen werden. In der Version ADS 2011.10
fuhrt dies aber meistens zu einem Fehler in der Substratdefinition.

Save Substrat H .
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EM-Simulation Setup: E’

Zusammenfassung und Simulatorauswabhl:

H File Tools View Help

‘ | - @ Mom uW i
Layout ©) Momentum RF © FEM
: Substrate =
0 Ports el
@ Frequency plan s.“—l‘ohl'lr:!:horm simulation in microwave mode
[ Output plan Layout:
8= Options Workspace: D:\ADS2011\CAE_Uebung\3_MS_LP_wrk
- Library: 3_MS_LP_lb
E Resources Cell: Steps
Model/Symbol View: layout
B Notes Substrate: RO4350 (defined in library: 3_MS_LP_lib)
Ports:
2 ports defined
Adaptive from 10 MHz to 6 GHz (Npts: 25 (max))
Output plan:
Dataset: Step5_MomUW
Template: Auto select
Simulation options:
Default
All simulation options are initislized and ready for simulation.
Simulation resources:
Simulation on host:Local
EM Model/Symbol:
Auto-create EM Model: no
EM Model: emMode!
Auto-create symbol: no
Symbol: symbol
Generate: IS-Parmtus '” Simulate
— —
Substratauswabhl:
=]
HE9YC AR
4[EH Mom uW Substrate
Layout
£ Substrate (3Ms_Lp 1biR04350 b open. | [ New.. |
:[j Ports
@l Frequency plan
E Output plan
&= Options
E Resources
E4| Model/Symbol
% Motes
AIR
1524 f:V/ ~ ronsso
L N
0 ! L
millimeter
Frequenzplan:
~ =
] e
AN -l
4[e#) Mom uw Frequency Plan
B Layout =
:)::t e Type Fstart Fstop Npts Step Enabled
== Substr:
B Ports Adaptive  10MHz  6GHz - @
@2 Frequency plan
) Qutput plan
8= Options
E Resources
Eni| Model/Symbol
% Notes

Zum Uberprifen der Simulationszeit Npts nur auf 2 einstellen.
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Die Simulation mit Sweep Type Adaptive erzeugt zwei Datasets:
enthalt die Daten fir jeden simulierten Frequenzpunkt

Cellname_MomUW :
und
Cellname_MomUW _a:

Eventuell Dataset-Name &ndern:

enthalt interpolierte Daten (normalerweise im Datadisplay verwenden)

File Tools View Help

HEYC EBER

4 E Mom uW
Layout
L Substrate
0 Ports
Frequency plan
ﬁ Qutput plan
8= Options
; Resources
&1 Model/Symbol
]% Notes

Finally:
[C] This text: | mySuffix

Name: StepS_MomUW

Data Display
[¥] Open data display when simulation completes
Template (only inserted in a new or empty data display)
@ Auto-select based on number of ports

| »

m

() User specified file | S_Nport_P.ddt Browse. ..
[7] Reuse files from the previous simulation
[¥] save currents for post-processing
Generate: |S-Parameters ‘” Simulate
Mesh-Eigenschaften einstellen:
Hle lools View Help
R & A
HE9YC EBEn
4[4 Mom uW Simulation Options
Layout
n Default — -
B Substrte l | conm. | | pomeme. | e
' Ponts L |mmm|wm|®"'" [ Expert |
Frequency plan
4 Output plan Global | Layer Specific | Shape Spedific
E= Options Mesh Frequency -
22 Resources ghest simulation frequency
Model/Symbel y g 5 T o
B Notes
Mesh Density
() Maximum cellsize mm -
@ CelsMav:length@
] Edge Mesh i
@ Auto-determine edge width
Use edge width |0 mm
(| Transmission Line Mesh
Number of cells in width |0
| Reduction
Thin Layer Overlap Extraction il
Generate: [s-Parameters - [ simuate |

Mesh Density: Fur erste Kontrollsimulationen 15 bis 20 cells/wavelength verwenden, damit die Simulation

nicht zu lange dauert.

Fur die genaue Simulation 35 bis 100 cells/wavelength verwenden.
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Mesh berechnen:
Nach Meshberechnung die Meshgrdssen uberpriifen und allenfalls Anzahl cells/wavelength anpassen.

Generate: ¢ MESh

Die Parameter fur die restlichen Felder (Options, Ports, Recources, Model/Symbol, Notes) kdnnen auf den
Defaultwerten belassen werden.

qu. Generate@-ljar;mehers e i v“ Simulate |
Start der Simulation: EM = ‘

Nach Beendigung der Simulation wird ein Datadisplay mit vorgegebenem Template geéffnet, sofern diese
Option eingeschaltet ist.

Die Datenset kénnen in normalen Datendisplays verwendet werden, z.B. zum Vergleich Simulation aus
Schema mit Momentum-Simulation oder gemessenen Daten.

Wichtige Hinweise:

EM-Simulationen kénnen je nach Rechner, Layoutstruktur und EM-Setup sehr lange dauern. Eine Probe-
simulation mit grobem Mesh (20 Cells/Wavelaength) und wenigen Frequenzpunkten wird zur Abschéatzung
der Simulationszeit empfohlen.

Achten Sie darauf, dass keine unnétigen Elemente auf dem ,cond“- oder ,cond2“-Layer liegen und in der
Simulation mitverwendet werden. Printbeschriftungen sollten so weit von relevanten Strukturen entfernt
sein, dass sie keinen oder nur einen vernachlassigbaren Einfluss auf die EM-Felder haben. Beschriftungen
nie auf den Layern ,cond“ und ,cond2“, sondern auf den Layern ,text* und ,label” platzieren (siehe 9.4 Er-
stellung des Gerber-Files fir die Printherstellung in unserem Labor).
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12. Co-Simulation, Schema- und EM-Simulation

Schaltungen die sowohl Layout-Strukturen und konzentrierte oder aktive Elemente enthalten, kdnnen in
einer Co-Simulation kombiniert werden. An der Layout-Struktur wird eine EM-Simulation durchgefthrt und
die EM-Daten im Schema zusammen mit anderen Elementen weiterverwendet.

Das Vorgehen wird am Beispiel eines Wilkinson-Dividers veranschaulicht. Der Wilkinson-Divider besteht
aus einer Leitungsstruktur und zwei Widerstdnden. Der konzentrierten Widerstédnde kénnen nicht direkt im
Layout eingefiigt werden und in die EM-Simulation einbezogen werden. Aus der Layout-Struktur wird ein
Mehrtor gebildet und fur dieses Mehrtor die EM-Simulation durchgefiihrt. Das Mehrtor kann mit seinen S-
Parameterdaten aus der EM-Simulation im Schema wiederverwendet und mit weiteren Elementen be-
schaltet werden.

Vorgehen:
e Im Schema zusétzliche Ports fir den Anschluss der Widerstande einfligen.

Fier Lajoitgeneriéning
Widers faende aus schalten

- wwo=1 mm

TR g

. Subst="MSub1"
Sw=w2mm
L=(L2-1)mm

Fuer Layoutgenerierung
Widerstaende ausschalten

TL19
Subst="MSub1"
. W=W2mm,

e Widerstadnde im Schema deaktivieren und Layout generieren

Wilkinson 900MHz
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Im Layout werden die Ports an den Anschlussstellen der Widerstande eingefligt

Substrat definieren
EM Setup definieren. In Model/Symbol Einstellungen wie unten.

File Tools View Help

HeE 9 S

4 [en) Mom uW
Layout
Substrate
Ports

Bclrm

Frequency pian

% Qutput plan
Options

-

—im Resources

(&4 Model/Symbol

3 Notes

aBER

EM Model

View name: emModel

Append text to the name

| Indude S-Parameter data only

| Update EM Model when simulation is launched

Symbol

View name: symbol_lookalike

Symbol type
@ Layout look-alike
Size

min pin-pin distance

Add reference pin

V| Update Symbol when simulation is launched

Note: A Symbol view should generally be named "symbol”.

Black box

Bestimmt Grosse des
Symbols

Generate: |S-Parameters

Update Now

schematic units

| Update Now

v || smuate

EM-Simulation durchfiihren
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¢ Neues Schema (z.B. mit Cell Name ,,Co_Sim®“) erstellen
e Aus dem Hauptfenster das symbol_lookalike ins Schema ziehen

@ Advanced Design System 2012.08 (Main)

[ File View Options Tools Window DesignKit:
—) mat - - 555 6
wiw ME G D>
File View ] Folder View Library View

4 [w! DAADS\Couplers\2_Stage 900MHz_wrk
+ il 2_stage 900MHz_lib
4 [€] CoSim
& schematic
> (€] Wilkinsonl
4 [€] Wilkinson2_final
[‘é_'ﬁ'] emModel
emSetup
B layout
@ schematic
I cumabal

| {)’ symbel_lockalike |
== _B0.subst

* Read-Only Libraries
> ADS Libraries

e Widerstdnde im Schema einfligen (ideale Componenten oder Componenten aus Vendor Library)

e S-Parameter-Terminations und Simulationsanweisung einfligen

’ ‘Real Compor_lent from
Ideal Component R s f “#e4 - Vendor Library
i PART_NUM=RC--0603-2200-G 220 Ohm
R=1000nfn
@éﬁm
Num=2
Z=50 Ohm
| = = =
e em L= i

Num=1
2750 Ohm

s em
Term3
Num=3
Z=50 Ohm
SPARAMETERS -

S_Param

1
Start=100 MHz
Slop=2 GHz
Step=2 MHz

Wilkinson2_final
emModel

e Lookalike-Symbol im Schema selektieren und als View for Simulation das emModel auswéhlen

A SV AEE

Choose View for Simulation

Specifies the view that is used
to simulate the selected
camponent.
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r s
“* Choase View for Simulation [é]

() Let the Hierarchy Policy determine which view to use

@ Use this view for simulation:

emModel L\\,
layout

@ schematic

OK [ Cancel ] [ Help ]

Nun kann im Schema die Simulation durchgefiihrt werden. Fur die Layoutstruktur werden die Daten aus
der EM-Simulation verwendet. Dabei wird im Schema die Layoutstruktur wie ein Mehrtor mit zugeordneten
S-Parameterdaten aus der EM-Simulation behandelt. Die Simulation ist sehr schnell und erlaubt auch die
Optimierung der passiven Elemente (Widerstande).
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13. Touchstone File schreiben

Mit dem ,Data File Tool“ kénnen von bestehenden Datasets Touchstone Files geschrieben werden. Das
Touchstone File kann z.B. in Smith zur Dimensionierung der Anpassungsnetzwerke weiter verwendet wer-

den.

Vorgehen:
e Gewilnschte Schaltung simulieren
¢ Im Schema Data File Tool starten: Tools - Data File Tool

e Einstellungen wie unten

Das Touchstone Datenfile wird ins Directory ,data“ des aktuellen ADS-Projektes geschrieben.
Wenn in der Simulation die Option ,Noise* aktiviert war, werden die Rauschdaten ebenfalls ins Touchstone

File geschrieben.

= dftool/mainWindow ].'- H'I:I \&\
File Help

Mode

(" Read datafile into dataset (® “Write data file from dataset

Diata file to write

Outputfile name File format ta write
BFFE20_Stak.s2p Browse...
| 4 MDIF
. Citifile
Complex data format  Freguency units
|I\-1ag,’AngIe ﬂ |MHZ ﬂ Touchstone data type
Data notation format  hax resolution v
| Defaut ~|[s D z
.
H

Dataset to read

Dataset name

[Stab

Datasets

untitledi

Update Dataset List
Write to File Yiew Dataset Help
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14. Messung mit VNA HP8753C und ADS

Die Messplatze mit den vektoriellen Netzwerkanalysatoren HP 8753C sind tiber den HPIB-Bus (GPIB) mit
den Rechnern verbunden, so dass die Messresultate direkt in ADS tGbernommen werden kdnnen. Dies
erlaubt die Darstellung der Messresultate im Datadisplay von ADS und somit auch einen direkten Ver-
gleich der Simulations- und Messdaten. Fir Dokumentationszwecke kénnen die Grafiken aus ADS in
Word-Dokumente kopiert werden.

ADS ist ausschliesslich dafir eingerichtet, die Messwerte vom NWA zu lesen. Es ist nicht mdglich, den
VNA von ADS aus zu bedienen. Die gewiinschte Messung inklusive Kalibrierung ist am VNA auszufiih-
ren. Anschliessend kdnnen die Messwerte von ADS eingelesen werden.

Messung mit HP 8753C

Einstellungen HP 8753:
Gewiinschten Frequenzbereich und Anzahl Datenpunkte vor der Kalibrierung einstellen.
LFull 2-Port* Kalibrierung durchfihren.
DUT messen

Bedienung HP 8753C siehe Kurzanleitung oder Manual.

Messdaten in ADS einlesen

In ADS kann der Instrumentenserver in einem Schema gestartet werden mit:
Tools > Instrument Server...

Ablauf und Einstellungen:
e Symbolic Name (GPIB) auf ,gpib0" einstellen HP-IB > Sybolic Name (oder ctrl+S).
e _READ"und ,Network Analyzer" aktivieren.
e HPIB-Adresse auf 16 einstellen (Der VNA ist normalerweise bereits auf diese Adresse eingestellt).
e FORMATTED" und,ALL S PARAMETERS" auswahlen.
e Dataset Name und Block Name eingeben 2
e Ubertragung mit ,Read Instrument” starten. Im Meldefenster wird der Fortgang der Ubertragung
angezeigt.

Y Far jede Ubertragung muss ein neuer Dataset Name und Block Name verwendet werden.
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& instServer/mainWindow : E\E|
File HP-IBE Help R

o READ i WRITE

Read From
~
Metwark Analyzer

(o
(" Spectrum Analyzer
(" Oscilloscope

~

Microwawe Transition Analyzer

HFIE Address (0-30)

[v Display Status Log

[ Display Comments Dialog
Update Dataset List |

Write To

Datasets

MA, Diata Format

FAW
CORRECTED
FORMATTED

Read Metwork Analyzer Data

511
512
521
S22
ALL 5 PARAMETERS

Send HF-IB Command

| Send | Receive

MFilter!_bent_Design
MFilter!_bent_Design_mom
MFilter!_bent_Design_mom?2
MFilter!_bent_Design_mom2_a
MFilter!_bent_Design_mom_a
MFilter! _Design
MFilter!_Design_TestBench

Dataset Mame

Enter Unigue Block Mame

[MFilter_Messung]

|Messung

Read Instrurment |

Help

HPIB Symkbolic Name

Flease Enter Interface Symbalic Mame. Ex. hpib

Ok | Cancel | Help

gpib0
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Von ADS aus hat man Zugriff auf die drei Datenarrays ‘Raw Data’, ‘Corrected Data’ und ‘Formatted Data’
des aktiven Darstellungskanals.

.Raw Data Array": Dieses enthalt die effektiv gemessenen Werte. Ein eventuell aktiviertes
Averaging ist wirksam.

.Corrected Data Array*: Bei eingeschalteter Korrektur enthalt dieses Array die kalibrierten Mess-
werte. Bei ausgeschalteter Korrektur gleicher Inhalt wie ‘Raw Data Array’.

.Formatted Data Array*: Dieses Array beinhaltet die Messwerte, wie sie zur Bildschirmdarstellung
gelangen. Ein aktiviertes Smoothing wirkt sich nur auf dieses Data Array
aus.

Die Datenarrays enthalten immer nur die Daten der gewahlten Messfunktion (S11, S12, S21 oder S22).
Eine Ausnahme bildet die Kalibrierart ‘Full 2-Port’. Bei dieser Betriebsart werden alle 4 S-Parameter ge-

messen, da sie zur Fehlerkorrektur benétigt werden.

Das Dataset mit den gemessenen S-Parametern kann sowohl fir Prasentationen (Data Display) als auch
als Ein- oder Zweitor in S-Parameter-Simulationen (Schema) verwendet werden.

Verwendung der gemessenen Daten im Data Display von ADS

Das Dataset der gemessenen Daten wird im Ordner ,data“ des aktuellen ADS-Projektes gespeichert und
kann wie hier gezeigt im Datendisplay verwendet werden:

- . il Beim Einfligen von Daten in eine Graphik
m Plot Traces & Attributes:4 X J . P
=% kann das Dataset mit den gemessenen
Flot Type I it Options | Daten ausgewahlt werden.
R 123 4
H e & B2 B
Datasets and Equations Traces

| Gemessene Daten
» g

_bstage_Bb_ideal_optimize_test A 35 Seinge B5_mec
_bstage_BbY_measiz e
_Bstage_B5_mess23 (3(. ))\N

¥
bst Bb_Mz k ﬂ
_bstage_B5_| J
< |

— Simulierte Daten

_bstage_Bb_ideal_optimize
_bstage_BY_ideal_optimize
_bstage_Test_ChebyshewTrafo
Fesistor_test
Equations

Fredefined Equations

w
‘ Acbvanced... < 3

[ Show Hierarchy

Manage Datasets... ‘

Cancel Help
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5-stage Wilkins

-3.0

on Divider

dB(5(2,1))

dB(_5stage B5 meas12..S(2,1))

Measured 0.0

Simulated
0

YYII‘IIIY{IIII‘IIII{IIII{IIIY

0.5 1.0 15 2.0 25 3.0
freq, GHz

-10—

20—

-30—

-40—]

dB(Messung_S32)
dB(S(3,2))

-50

0.0

L I O B
0.5 1.0 15 2.0 2.5 3.0

freq, GHz

Messung_832=_53tage_85_mea323. .S5(2,1)

Beispiel fur die Verwendung einer Gleichung
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15. Messung mit VNA R&S ZVL oder ZVC und ADS

Die Messplatze mit den vektoriellen Netzwerkanalysatoren R&S ZVL und ZVC sind Uiber den HPIB-Bus
(GPIB) mit den Rechnern verbunden, so dass die Messresultate direkt in ADS tibernommen werden kén-
nen. Dies erlaubt die Darstellung der Messresultate im Datadisplay von ADS und somit auch einen direk-
ten Vergleich der Simulations- und Messdaten. Fir Dokumentationszwecke kénnen die Grafiken aus ADS
in Word-Dokumente kopiert werden.

Das R&S Interface RSADSIF muss auf dem Rechner installiert sein und in ADS als Design Kit integriert
und aktiviert sein. Dies ist erkennbar am zusatzlichen Rohde & Schwarz - Menu in den Schemas des
Workspaces

signiGuide  Rohde & Schwarz Help
. - i L — !"'*;\ ;E:} _%
G@ V{: oo o | e '?'? '

und der zusatzlichen Rohde & Schwarz — Palette

JJ I Rohde & Schwarz ;"E

— Lumped-Components
E Lumnped-With Artwork
Fohde & Schwarz
Sources-Controlled
1 Sources-Freq Domain
= Sources-Modulated
Sources-Modulated-DSP-Based
! Sources-Maise
— Sources-Tirme Domain
Simulation-0C
* Simulation-AC
__ Simulation-5_Param
Simulation-HE
Simulation-L35P
i Simulation-XDE
= Simulation-Envelope

Cirea il = bime Temmmime b

mit den Elementen

JJ I Rohde & Schwarz

Palette &

P2

IR Eourae:

!

[5])

1

o
[53)
(o)
S

=)
il
m

B aurce

Die Netzwerkanalyzer ZVL und ZVC werden durch die Elemente aus ADS gesteuert. Die Einstellungen am
VNA (Vector Network Analyzer) wird dabei Gibersteuert. Der VNA wird also von ADS bedient. Die Kalib-
rierung des VNA ist vor der Messung auszufuhren. Anschliessend kénnen die Messungen aus ADS
durchgefiihrt und in ADS eingelesen werden.

Ist das Rohde & Schwarz — Menu nicht vorhanden, muss das Designkit von R&S in das Workspace einge-
bunden werden. Wenn auf dem Rechner des ZVL-Messplatzes ein neues Workspace in ADS erstellt wird,
muss das RSADS-Designkit im New Workspace Wizard wie unten gezeigt aktiviert werden.
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T\ New Workspace Wizard x|
Add Libraries
Select the libraries bo include in the workspace.,
‘fou can also change this selection after the workspace is created,
Mote: A POE is a bype of library, Al library management commands also apply to PDEs,
Bl [w] ADS Libraries
i Analog/RF $HPEESCF _DIR\oalibshanalog_rf.defs
DsP $HPEESOF _DIRYoalibsidsp.defs
- O] Sike Libraries
i B[ Demokit $HPEESCF_DIR\examples\DesignkitDemakitlib, defs
i B [ Demokit_Mon_Linear $HPEESCF _DIR\examples)DesignkitDemokit_Mon_Linear\Demokit_T...
B Lser Favorite Libraries and PDKs
IRSADSDE $ SHOMEVRSDE 114ib.defs
----- Add User Favarite Library/POE. ..
[™ Save selected libraries as defaults,
< Back, | Mext = I Finish | Cancel | Help |
p

Wenn ein auf einem anderen Rechner erstelltes Workspace gedffnet wird, muss das R&S-Designkit zum

Workspace hinzugefligt werden:

em 2011.10 {Main)

Windo | Cesignkits  Designauide  Help

(& E Unzip Design Kit...
B Manage Favorite Design kits...

| WS Manage Libra

x|
Libraries and library definition files used by this workspace.
Name [ path [ Mode |
S-lwlibdefs - $HOME|My'Warkspace3_wrkllib.defs
B 10 analog_rf.defs  $HPEESOF_DIR\oalibs\analog_rf.defs
B 1) dsp.defs $HPEESOF_DIR\oalibsldsp.defs
Il MyLibeary3a_lib MyLibrary3a_lib Shared
ill Basana b Biasana_lb Shared

Mdl.lberefi'ﬁonFIe...' MdDesinnKltr‘ranFavmas...l addl.brarv...l Conﬁq.reLhray] Remove |
L ]
Close Help I

93



ﬂndd Library To Workspace il

Add ADS, Site, or User Favorite POKs, libraries, & library definition files into the workspace.

[ ] ADS Libraries
- ] Analog/RF $HPEESOF _DIR!

[ [] DsP $HPEESOF_DIR!
[ site Libraries
- [ Demokit $HPEESOF _DIR!
- Demokit_Mon_Linear $HPEESOF_DIR|
User Favorite Libraries and PDKs
y D50k iy

- fild User Fevorite Library/POK, . ]

\oalibstanalog_rf.defs
\oalibstdsp.defs

I
I

examples\DesigrkitiDemokitilib. defs
examples\DesigrkitiDemokit_MNon_Linear)...

Close

15.1. Messung mit ZVL oder ZVC

Einstellungen ZVL oder ZVC:
Gewilnschten Frequenzbereich und Anzahl Datenpunkte vor der Kalibrierung einstellen.
+Full 2-Port* Kalibrierung durchfihren.
DUT messen.
Alle 4 S-Parameter mussen auf dem ZVL/ZVC-Display angezeigt werden.

Bedienung ZVL und ZVC siehe Kurzanleitung oder Manual.

ZVL: Menu Trace --> Traces --> Add Trace
Trace durch anklicken von TrcX aktivieren und mit Trace --> Meas --> Sij S-Parameter zuordnen.
Wiederholen bis alle 4 S-Parameter einem Trace zugeordnet sind.

15.2. Messungen mit ADS und Daten in ADS einlesen

Ablauf und Einstellungen:

e Im Rohde&Schwarz — Menu das RS ADS Interface 6ffnen und die Instrumenteneinstellungen pri-
fen (Label, Resource und Type). Allenfalls die GPIB-Adresse mit den Einstellungen der VNA Uber-
prifen. Mit , Test" kann die Kommunikation zwischen ADS und dem Messgerat geprift werden.

-io/x]
Instruments | Add Device I Settings ] Help ]
Label Resource Type Test
ZWLl GPIB:: 16 INSTR [Z‘\.I'L 5 " Test l
Y1 GPIE::6:: INSTR [ZUC > " Test |
7 ==
| Add | | Remave | Quit |
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In ADS ein Schema mit der Komponente S2P aus der Rohde&Schwarz Palette erstellen. Es ist
sinnvoll, der Zelle des Schemas einen Namen zu geben, der aussagt, dass es sich um Messdaten
handelt, z.B. ,Meas_1".

Meas_l [Messung_mit_2¥L_lib:Meas_1:schematic] {Schematic):5 - |EI|1|
File Edit Select ‘Wiew Insert Options Tools Lavout  Simulate  Window DynamicLink DesignGuide Rohde & Schwarz Help

IDNETRHE&IL [ H X9 2

JJIRohde&Schwarz ~|[apsokizvs_szp_model x| e J_— ﬁ 1!!].\ "\ﬁ '\ NmE| @ | II'II |t NW I
Palstte g . . ;I
P20
L s

... [ DspaEnpae . . . @ . S-PARAMETERS .
T .dlsptemm . e ———

- '"s_Params_| Ouad dEl Smlth" ~5_Param

SP1

o dmmeonchz
. Steps 1 MHz
IR Zaurce ARE

+

. Tmnl. . . P L Temn?. . . J

. MNum=1 - . . . . o Num=2 |
Z=80 Chm Z\h{ SQF' Mudel Z=500hm

UL 'Z\h{ BaT - I | | S i e

RUMRFSEp=T - 0 ==

o o o - - - - RunPreSim=1 -
VNA ZVL SEt Label DJ "ZVL1" .. . . . . .RunPostSim=1.
WINA = ZvC: set Label to "ZvC1" RUNP reset=0
Use Linear Frequency Sweep: T Lapel= AL
‘Set FreqStart, FreqStop and FreqStep - © " FregStart=20 GHZ
to the same values as. used in YNA Callbratlon - FregStop=2:7 GHz'

‘S-Parameter Simulation- - - - - - - - FregsStep=1MHz .
L. ... ... . . . . . . .|FFilter=10KkHz.

| Select: Enter the starting point | 0 items | ads_device:drawing | 4,750, -0,750 [-1.750, 1.750 in él

Die Frequenzwerte in der S-Parameter Simulationsanweisung und der Komponente RS S2P mis-
sen Ubereinstimmen. Variablen dirfen fir die Zuweisung der Frequenzen nicht verwendet wer-
den. Die grosste Genauigkeit wird erreicht, wenn die Frequenzpunkte der Messung mit den Fre-
quenzpunkten der Kalibration tGibereinstimmen. Dies wird erreicht, wenn FreqStart, FreqStop und
FreqStep bei der Messung gleich sind wie bei der Kalibration des VNA. Wir bei der Messung ein
anderer Frequenzbereich oder FreqStep als bei der Kalibration verwendet, wird entweder zwi-
schen den Kalibrierpunkten interpoliert, oder die Kalibration ausgeschaltet. Unbedingt die Anzeige
des Kalibrationszustandes auf dem Bildschirm des VNA beachten.

Das Label der Komponente muss mit der Labelangabe im Interface Ubereinstimmen.
Ausgangsleistung des VNA (RFLevel) und ZF-Bandbreite (IFFilter) des VNA werden ebenfalls in
der Komponente angegeben.

RunPreset=0, sonst wird die Kalibration ausgeschaltet.

RFLevel=-10, minus 10 dBm zur Messung passiver Schaltungen, (bei héheren Pegelwerten ent-
steht eventuell zusétzlicher Ripple).

Messung im Rohde & Schwarz — Menu starten (Start Simulation)

Help | Rohde & Schwarz

r ,f!!%_' |Start Simulation

Open RS ADS Interface

B

Ablauf der Messung im Pop-up-Fenster beobachten
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Nach der Messung wird automatisch ein Datadisplay mit den Messresultaten angezeigt (sofern
das Display Template ,S_Params_Quad_db_Smith" oder ein anderes Display Template im Sche-

ma vorhanden ist).

mMeas_l* [Page 1 : S_Params_Quad_dB_Smith]:0 - |EI|5|
File Edit ‘iew Insert Marker

History ©Options Tools Page ‘Window Help

IDEOH& & X9 +edLE8 0K

JJ IMeas_l

S| [« Laf (] o] [v] |5 I ] ] | 0

| N AW F b2 L7

Palette = d
|% E S-Parameters vs. Frequency
EHH | (1234 Input Reflection Coefficient Reverse Transmission, o
o
HH | 5878
@i
-20]
\\| 9 - T
= £ = 304
7 ] 5
i) g ] =
-40
OlA
-0+ e
freq (2.000GHz to 2.700GHZ) 20 21 22 23 24 25 2B 27
freq, GHz
0 Foreard Transmission, dB Cutput Reflection Coefficient
-10 / \
-20 / \
o 3 o
) -30 & i |
i 1 I
= ]
40 \ U /
-50-] \ /
- S S S SN S \___/
20 21 22 23 24 25 26 27 freq (2.000GHzZte 2 700GHZ)
fred, GHz
-
r‘l [ 3
Page 1 : 5 _Params_Quad_dB_Smith J

Das Dataset, in diesem Beispiel ,Meas_1.ds", kann in anderen Datadisplays, z.B. zur gleichzeiti-
gen Darstellung der Simulations- und Messresultate, weiter verwendet werden. Dieses File kann
mit dem Windows-Filebrowser in andere Workspaces kopiert werden.
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16. Substrate for Microstriplines

(and other planar lines)

MSub

MSUB

RO4350

H=60 mil
Er=3.66

Mur=1
Cond=1.0E+50
Hu=3.9e+34 mm

H= substrate thickness, in specified units
Er= relative dielectric constant
Mur = relative permeability (1 for nonferrite)

Cond = conductor conductivity, in Siemens/meter
Hu = cover height, in specified units
= conductor thickness, in specified units

TanD = dielectric loss tangent

T=35um verlustfrei | Rough = conductor surface roughness,
TanD=0 in specified units; RMS value
Rough=0 um
Bbase=
Dpeaks=
Conductivity:
MSub
Copper 5.8e7 S/m
MeUB Sivor & 2507 S
Egggi?ll Aluminium 3.6e7 S/m
Er=3 66 Brass MS58  1.7e7 S/m
r=o. Brass MS63  1.4e7 S/m
Mur=1
Cond=5.8E+7
Hu=3.9e+34 mm
T=35um Verluste
TanD=0.0037
Rough=2 um
Cu Clad Thickness
oz/ft® um mil  jmm mil  |mm
0.500 17.5 4 0.102 45 [1.143
1.000 35 (Standard) 5 0.127 50 [1.270
2.000 70 6.6 [0.168 60 |1.524
10 10.254 62 1.575
Cu Surface Roughness: 15 ]0.381 75 ]1.905
2.4 um 19 10.483 93 [2.362
Rolled 1.4 um 20 [0.508 100 |2.540
25 10.635 125 [3.175
30 [0.762 187 14.750
31 [0.787 250 16.350
Standard

1 mil = 1/1000 inch = 25.4 um

97



Substrates on stock in lab T205

Type Er Er tand Thickness| Cu Clad
Stock Design |1MHz| /xGHz |10 GHz mil oz/ft?
X |FR4 4.70 0.0200 20, 31, 62 1
X |CER-10-0470-CH/CH|  10.00 0.0035| 47 0.5
X |CER-10-1250-CH/CH|  10.00 0.0035 125 0.5
X |RF-35-0200-C1/C1 3.50 0.0018/1.9 20 1
X |RF-35-0200-CH/CH 3.50 0.0018/1.9 20 0.5
X |RF-35-0300-C1/C1 3.50 0.0018/1.9 30 1
X |RF-35-0300-C1/C1 3.50 0.0018/1.9 30 1
X |RF-35-0300-CH/CH 3.50 0.0018/1.9 30 0.5
X |RF-35-0600-C1/C1 3.50 0.0018/1.9 60 1
X |RF-60-0250-C1/C1 6.15 0.0028| 25 1
X [TLC-32-0310-C1/C1 3.20 0.0010 0.0030| 31 1
X [TLC-32-0310-CH/CH 3.20 0.0010 0.0030| 31 0.5
X [TLC-32-0450-C1/C1 3.20 0.0010 0.0030| 45 1
X [TLC-32-0600-C1/C1 3.20 0.0010 0.0030| 60 1
X [TLC-32-1250-CH/CH 3.20 0.0010 0.0030| 125 0.5
X [TLE-95-0052-C2/C2 3.00 0.0028| 5.2 2
X |[TLT-8 2.55 0.0006 0.0019| 62 1
X [TLX-8-0200-CH/CH 2.55 0.0006 0.0019| 20 0.5
X [TLX-8-0300-C1/C1 2.55 0.0006 0.0019| 30 1
X [TLX-9-0050-CH/CH 2.50 0.0006 0.0019 5 0.5
X [TLY-5-0200-CH/CH 2.20 0.0004 0.0009| 20 0.5
X [TLY-5-0620-RH/RH 2.20 0.0004 0.0009| 62 0.5
X [TLY-5A-0200-CH/CH 2.17 0.0004 0.0009| 20 0.5
X |RO 4350B 3.48 3.66 0.0031/2.5 | 0.0037| 30 1
X |RO 4350B 3.48 3.66 0.0031/2.5 | 0.0037| 60 1
X |RO 3006 6.15 6.48 0.0020| 50 1
X |RO 3010 10.20 11.21] 0.0023| 50 1
X |RT/duroid 5880 2.20 2.20 0.0009] 31 1
X |RT/duroid 5880 2.20 2.20 0.0009| 62 1

Standard

Er Design: Fur Mikrostrip- und Filteranwendungen
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